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	（1）公司于2019年5月收购了苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）65.5831%股权，自2019年6月起苏州科阳纳入公司合并范围，报告期苏州科阳自1月份起就纳入公司合并报表范围，大幅增加了公司合并苏州科阳的CIS封装业务收入，且报告期苏州科阳传感器领域封装测试业务价量提升，苏州科阳报告期的经营业绩较上年同期出现较大增长，预计苏州科阳报告期较上年同期增长约350%-450%。

